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요       약
 MFC를 사용하여 기본 GUI를 제작하고 X축과 Y축, Z축에 모터를 장착하여 X축과 Y축으로 이동해 

원하는 곳에 CCD카메라를 이동시켜 자동으로 영상을 확보 할 수 있도록 제작하며 Z축의 모터를 사용

하여 CCD카메라와 광학 조명을 조절해 깨끗한 영상을 획득하여 Probe Pin의 Top과 Side를 검사한다. 

 

1. 서론

 Probe pin은 진공관 전압계(VTVM)나 오실로스코프 등 

입력 단자에 접촉해서 피측정점에 접촉시키기 위해 사용

하거나 반도체 장비와 전자 부품의 전기적 테스트를 하는

데 필요한 도구로서 Probe Pin의 정밀도는 매우 중요하

다. 현재 Probe Pin의 정밀도 측정은 수작업으로 작업자

에 의해서 이루어지고 있다. 숙련된 작업자에 의해 소요되

는 작업시간은 약 60초 정도이며 자동화 장비를 개발할 

경우 측정시간을 10초 이내로 줄일 수 있어 생산량이 증

가될 것으로 기대된다. 또한 오랜 시간 내시경 카메라로 

보며 측정하기 때문에 작업자가 보다 편안한 환경에서 작

업할 수 있을 것으로 기대된다.

본 논문에서는 Probe Pin 제조 후 치수를 자동으로 검사

하는 비전장비 개발하였다. 현재 정밀도는 독일 

MVTECH에서 제조한 것으로 1um가 최고수준으로 동일 

수준을 목표로 개발하였다. 검사 정확도는 96%까지 올리

는 장비를 제작하고자 한다.

2.1 Probe Pin 비전 검사장비 구성

   Probe Pin을 검사하기 위한 장비는 그림 1, 영상 획득

에 필요한 조명을 얻기 위한 광학장치는 그림 2에 나타내

었고, Probe Pin은 그림 3에 나타내었다. 영상 취득을 위

한 CCD카메라를 부착하였으며, 영상 취득을 위한 2D 광

학장치를 부착하였다. X축, Y축에 모터를 창작하여 프루

프가 장착된 jig의 위치로 카메라를 우측과 좌측으로 이동

할 수 있도록 만들었으며, Z축 또한 모터를 장착하여 

CCD카메라의 초점을 조절할 수 있도록 제작하였다. 기본 

GUI는 방향을 조절할 수 있도록 방향키 형식으로 제작하

였다. 기본 GUI는 그림 3에 나타내었고, 검사장비인 

Probe Pin은 그림 4에 나타내었다. 정보전달은 C6868- 

2TS 커넥터 케이블을 사용하여 PC로 직접 전달 받는다.

  

(그림 1) probe pin 검사장비

(그림 2) probe pin 영상 획득을 위한 광학장치

(그림 3) 기본 GUI 구성
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(그림 4) probe pin 

2.2 Probe Pin 검사 알고리즘

Probe Pin 검사를 위한 알고리즘과 전체 시스템의 구성

도를 그림 5와 그림 6에 나타내었다. 검사를 시작하기 전

에 CCD카메라로 이미지를 획득하여 부품의 존재 영역을 

빠르게 탐색하고, 영역 내의 밝기 분포를 분석한다. 그 후 

이진화 값을 재결정하며, 간단한 노이즈 제거 영상을 획득

한다. 영상의 해석이 완료되면 재결정된 이진화 영상을 분

석한다. 부품의 대략적인 방향을 검출하고, Hole의 개수를 

파악한 후 Body의 방향을 파악한다. 이렇게 이진화 영상

까지 해석이 끝난다면 이진화 영상을 Graylevel로 바꾸어 

Edge 정보를 이용한 Hole/Body를 검출하며, Lead의 면적 

검출을 위한 외곽영역을 검출하고, Body를 검출한다. 이

의 작업까지 완료된다면 마지막으로 Image Calibration 

Data를 사용한 실제 값을 추출하고 기존 CAD 데이터를 

사용해 부품의 Body 크기 및 Hole크기 확인, 재 교정을 

한다.

(그림 5) CAD based matching/ inspection algorithm 

개발

(그림 6) 전체 system menu 구성도

3 실험 및 실험결과

위의 알고리즘과 장비를 사용한 시뮬레이션 결과물은 그

림 7에 나타내었다. 본 장비를 사용하여 이미지를 획득하

면 원본 이미지가 나오고 이 이미지를 이진화 시킨 후 

Edge 정보를 이용해 취득한 영상을 그림으로 그린다. 이

렇게 만들어진 영상을 제품의 CAD도면과 비교해 양품, 

불량품을 구분한다.

(그림 7) probe pin Original Image & Binary Image

4. 결론

본 연구는 Probe Pin의 Top View와 Side View를 측정 

및 검사하는 장비를 만듦으로써 검사 할 때 사람이 직접 

측정하여 발생하는 분류 오차를 줄이고, 보다 더 정밀하게 

Probe Pin의 가공 상태를 자동화 장비를 사용하여 검사할 

수 있는 영상처리 알고리즘과 광학시스템을 개발하였다. 

차후 연구로서 현재 2차원 검사에서 확장하여 3차원 검사 

기술을 적용하여 Probe Pin의 Top과 Side 표면에 대한 

정보를 추출하여 생산 제품의 수율을 높이고 향후 개발될 

미세 제품의 가공 기술력을 높이는데 큰 효과를 발휘할 

것으로 기대된다.  
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